% PETKiM O5ES R

Uretici: PETKIM

PETILEN YY S0464

Yuksek Yogunluklu Polietilen (HDPE)

Orta hacimligisirme kaliplama ve yuksek sertlik
gerektiren uygulamalar icin ideal ¢ozum. Yuksek
egilme modulu ile rijit (sert) yapili turunler elde
etmenizi saglayan, gida temasina uygun orta molekdl
agirlikli polimer ¢ozumdal.
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Temel Kullanim Alanlari

s

Sisirme Kaliplama
(Blow Molding)

Orta boy konteynerler, cesitli gida
siseleri ve mutfak esyalarinin rijit
formda Uretimi.

&

Ekstruzyon
Prosesleri

Monofilament, rafya ve dayanikli
levha (sheet) ekstriizyonu
uygulamalart,

Coex Filmler

LDPE/LLDPE coex filmlerin
Uretiminde, filmin mekanik
ozelliklerini ve genel sertligini
artirmak amaciyla orta katman
(middle layer) takviyesi olarak.
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Neden PETILEN YY S0464%

Secilmeli?

v Yuksek Sertlik
Istendiginde

v Gida Temasi
Gerektiginde

v Filmlerde Mekanik
Diren¢ Arandiginda

1150 MPa egilme modilu ve 31 MPa kopma mukavemeti
(Tensile Strength at Break) sayesinde seklini koruyan,
dayanikli ve rijit urunler uretmek istediginizde.

Avrupa Birligi 10/2011 numarali Komisyon Tuzugu (EU)
gerekliliklerine tam uyumu sayesinde guvenilir gida
ambalaji ve mutfak esyasi Uretiminde.

Cok katmanli (Coex) film uretimlerinde, yapisal katihk ve
mekanik gii¢ kazandirmak hedeflendiginde dogru bir
takviye bilegenidir.
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Bakilmah?

X Medikal veya Farmasotik
Uygulamalarda

X Yuksek Akiskanlhk
Gerektiren Proseslerde

X Ekstra Yliksek Cevresel
Catlama Direnci
Arandiginda

Ne Zaman Alternatiflere

Urlin bu spesifik ve hassas alanlar icin test edilmemistir; nihai
kullanim uygunlugu tamamen uretici sorumlulugundadir.

0.36 MFI degeri ile dlUsuk akiskanliga sahiptir; kalip i¢i hizli
yayilim gerektiren ince cidarli enjeksiyon prosesleri icin
tasarlanmamistir.

Cevresel Stres Catlagi Direnci (10% Igepal, F50) degeri ASTM
D1693 standardina gore 16 h olarak belirlenmistir. Surekli agir
Kimyasala maruz kalacak Cok kritik endustriyel depolar icin
daha yuksek degerli alternatifler degerlendirilmelidir.
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A=

Kovan (Barrel) Sicakligi

180 - 200°C
I

Erime (Melt) Sicaklig

190 - 210°C

\_4

Isleme Sicakliklar (Sisirme Kaliplama).
Donanim tasarimina gore optimize edilmelidir.

4\ Depolama Kurallari

50°C'nin altinda, kuru ortamda, direkt gunes
Isigindan, 1s1 ve kivilcimdan uzakta saklanmalidir.
Uygunsuz kosullar kokuya, renk degisimine ve
fiziksel bozulmaya yol acar. Teslimattan itibaren 6
ay icinde islenmesi Onerilir.

Uretim Oncesi Hazirlik

Termal soku dnlemek i¢in, PE regine paketleri
islenmeden once uretim alaninda en az 12 saat
bekletilerek ortam sicakligina adapte edilmelidir.
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HDPE cozumudur.

Toksik olmayan ve standart metotlarla geri donusturulebilir yapisiyla surdurtlebilir
uretime uygundur.

Detayli Malzeme Guvenlik Bilgi Formu (MSDS), EU/FDA gida temas beyanlari ve
regulatif belgeler igin satis temsilcinizle iletisime geciniz.

PETILEN YY S0464: Gida
tuzuklerine tam uyumlu, orta
hacimli sisirme prosesleri i¢in
optimize edimis, yuksek egilme direnci
sunan rijit ve geri donusturulebilir
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